
科创板看台

国产EDA公司筹备上市寻求突围

本报记者 杨洁

近日，上海证监局网站显示，国产EDA公司概伦电子与招商证券签署科创板上市辅导协议。 此前，广立微与中金公司签署了上市辅导协议，拟申请在A股首发上市。

EDA软件是芯片产业链最上游、也是壁垒最高的环节，相当于整个产业的基石。 目前，全球EDA市场主要被Synopsys、Cadence和Mentor三家海外公司垄断，国产EDA软件发展面临挑战重重。 在集成电路产业链国产化趋势下，国产EDA软件公司将迎来发展春天。

接受上市辅导

根 据 上 海 证 监 局 披 露 的 辅 导 备 案 情 况 报 告 ， 上 海 概 伦 电 子 股 份 有 限 公 司 （简 称“概 伦 电 子 ” ） 成 立 于 2010 年 3 月 ， 注 册 资 本 3 . 9 亿 元 ， 法 定 代 表 人 刘 志 宏 。 公 司 致 力 于 提 升 先 进 工 艺 节 点 下 集 成 电 路 设 计 与 制 造 的 竞 争 力 ， 为 半 导 体 工 艺 开 发 和 集 成 电 路 设 计 提 供 国

际 领 先 的 建 模 、 仿 真 和 验 证 的 EDA 解 决 方 案 。

概伦电子主要产品线分为三类，包括集成电路制造EDA领域的建模及分析验证平台、集成电路设计EDA领域的快速电路仿真及良率和可靠性设计验证平台、高端半导体器件电学特性测试系统。

概伦电子表示，公司在上述领域均处于业界领先水平，客户覆盖大多数国际领先的集成电路设计和制造企业及知名研究机构。 器件建模和电路仿真是贯穿整个集成电路设计与制造EDA流程的关键核心技术。 公司以业界领先的核心EDA技术为基础 ，立足于打造创新的工艺开发/电路设计协同优化EDA解决方案以及业界领先的

存储器EDA解决方案 ，推动集成电路工艺开发和芯片 /IP设计之间的深度和高效联动，加快芯片设计和制造的快速迭代，提高芯片产品的性能和良率，提升客户的市场竞争力。

根 据 浙 江 证 监 局 披 露 的 杭 州 广 立 微 电 子 股 份 有 限 公 司 （简 称“广 立 微 ” ） 辅 导 备 案 情 况 ， 广 立 微 成 立 于 2003 年 ， 注 册 资 本 5000 万 元 ， 是 一 家 专 为 半 导 体 业 界 提 供 芯 片 成 品 率 提 升 和 电 性 测 试 方 案 的 领 先 供 应 商 ， 向 客 户 提 供 基 于 测 试 芯 片 的 软 、 硬 件 系 统 产 品 以 及 整

体 解 决 方 案 。 广 立 微 表 示 ， 利 用 高 效 测 试 芯 片 自 动 设 计 、 高 速 电 学 测 试 和 智 能 数 据 分 析 的 全 流 程 平 台 与 技 术 方 法 ， 为 集 成 电 路 制 造 与 设 计 企 业 实 现 芯 片 性 能 、 成 品 率 、 稳 定 性 的 提 升 ， 并 加 快 产 品 上 市 速 度 。

广立微介绍，公司围绕半导体性能分析与良率提升，主要提供基于测试芯片和数据分析的制造类EDA软件、电路IP、晶圆级电性测试设备以及与半导体成品率提升相关技术服务。 其先进的解决方案已成功应用于180nm-4nm工艺技术节点。

EDA软件与IP方面，广立微的主要产品包括SmtCell、TCMagic、ATCompiler、DataExp与可寻 址 IP 。 晶 圆 级 电 性 测 试 设 备 方 面 ， 广 立 微 推 出 了 快 速 WAT 测 试 设 备 ， 为 客 户 提 供 持 续 准 确 和 高 速 的 解 决 方 案 。 技 术 服 务 方 面 ， 广 立 微 根 据 客 户 的 工 艺 节 点 与 工 艺 类 型 ， 采 用 公 司 的 EDA 软 件 、 晶 圆

级 电 性 测 试 设 备 硬 件 ， 为 客 户 提 供 定 制 化 的 成 品 率 提 升 服 务 。

多有海外厂家从业经历

概 伦 电 子 实 际 控 制 人 刘 志 宏 直 接 持 有 公 司 股 份 17 . 94 % 股 份 ， 通 过 与 共 青 城 峰 伦 投 资 合 伙 企 业（有 限 合 伙 ） 签 署《一 致 行 动 协 议 》 ， 行 使 共 青 城 峰 伦 投 资 合 伙 企 业（有 限 合 伙 ） 持 有 的 公 司 6 . 20 % 股 份 的 表 决 权 ， 并 担 任 公 司 董 事 长 。 此 外 ， 澜 起 科 技 持 股 0 . 25 % ； 英

特 尔 产 品 （成 都 ） 有 限 公 司 持 股 5 . 41 % 。

据介绍，刘志宏为美国国籍，香港大学电子电气工程博士，曾于加州大学伯克利分校电机工程与计算机科学系从事集成电路博士后研究，2003年至2010年在全球三大EDA软件公司之一的Cadence公司工作并担任其全球副总裁。

而广立微实际控制人为郑勇军。 郑勇军直接及间接通过广立微投资、广立共创和广立共进控制公司55.0807%的股份，并担任广立微董事长兼总经理。 资料显示，郑勇军本科毕业于清华大学，博士毕业于康奈尔大学，在广立微之前，曾担任知名半导体设计公司赛灵思Xilinx资深主任工程师。

此外，广立微其他持股5%以上的股东还包括北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“北京亦合” ）等 。 北京亦合持有广立微10 .45%股份，知名半导体领域投资人潘建岳是亦合资本的创始人之一，潘建岳曾担任全球三大EDA公司之一的Synopsys的中国业务负责人、中国区总裁。

事 实 上 ， 不 少 国 内 EDA 团 队 创 始 人 都 有 海 外 大 厂 从 业 经 历 。 曾 在 EDA 巨 头 Synopsys 担 任 中 国 区 副 总 经 理 的 王 礼 宾 ， 在 EDA 行 业 工 作 20 年 后 辞 职 ， 创 立 国 产 EDA 公 司 芯 华 章 ， 担 任 董 事 长 兼 CEO 。 芯 华 章 在 2020 年 10 月 完 成 Pre-A 轮 融 资 ， 2020 年 12 月 完 成 超 过 2 亿 元 的 A 轮

融 资 ， 2021 年 1 月 25 日 宣 布 完 成 数 亿 元 的 A+ 轮 融 资 。 高 瓴 创 投 、 高 榕 资 本 、 五 源 资 本 等 老 股 东 继 续 跟 投 。 芯 华 章 将 运 用 这 些 资 金 加 速 推 进 EDA2 . 0 的 技 术 研 究 和 产 品 研 发 进 程 。

概伦电子的融资进程也很快。 概伦电子网站显示，2020年4月，公司完成数亿元人民币的A轮融资，由兴橙资本和英特尔资本共同领投，融资将助力概伦电子快速发展，积极加强全球布局。 公司董事长刘志宏表示，EDA作为芯片设计流程的支撑，需要理念上的创新和突破。 概伦电子将重点针对产业痛点，加快加强先进半导体工艺研发和高端芯片，特别是各类存

储器的设计之间的深度协同优化，与现有主流EDA流程实现优势互补，推出创新EDA产品和解决方案。

人才供给不足

EDA即电子设计自动化（Electronics� Design� Automation）。 EDA极大地提高了电路设计的效率和可操作性。 赛迪顾问分析师吕芃浩援称，据测算，如果一颗系统SoC的设计费约为4000万美元，在没有EDA技术进步的情况下，费用会达到77亿美元，EDA软件让设计费用降低了200倍。

吕芃浩强调，EDA软件是半导体行业乃至于整个电子信息行业的底层，在EDA之上支撑约4000亿美元的半导体市场，带动1.5万亿美元的电子信息市场以及数十万亿美元级别的应用市场。

在全球2019年EDA市场，Synopsys、Cadence和Mentor三巨头占据了66%的市场份额，在中国市场，三巨头占据了85%市场份额。

吕芃浩称，EDA行业对人才要求极高，其产品需要长时间的技术积累，内容涵括众多基础科学，包含物理 、化学、材料、数学等学科。 从事EDA工具开发需要工程师同时理解数学、芯片设计、半导体器件和工艺，综合技能要求高。 2019年全球EDA从业人员约为4 .5万人，仅三巨头就有接近2 .7万 。

相比之下，国内EDA人才供给严重不足，据吕芃浩介绍，国内从事EDA研发的人员约1500人，除去在国际EDA公司的中国研发中心工作的人员，本土企业的EDA研发人员仅500人左右。 这也是国内不少EDA企业创始团队来自三巨头的重要原因。

在国产化加快的趋势下，国产EDA发展空间大。 据吕芃浩统计，2019年国内EDA厂商总营收不到4.2亿元，占全球市场份额的0.6%，同比增长14.3%，国产化率约10%。

不过，提升国产化渗透率并非易事。 除了人才供给不足，吕芃浩坦言，目前国内EDA公司对先进工艺支撑较弱，数字芯片设计的核心工具模块缺乏，无法支撑全流程设计。 一位半导体产业从业人员对此表示，海外EDA工具可以提供整套方案，且技术更新很快。
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科德数控

首发上市申请获批

●本报记者 熊永红 董添

1月26日， 科德数控科创板首发上市申请获审议

通过。 上市委要求发行人结合自身发展历史和技术演

进路线， 充分披露其从航空航天领域向其他领域市场

拓展的难度及风险等。

公司本次拟募集资金投资面向航空航天高档五轴

数控机床产业化能力提升工程等项目， 并补充营运资

金，合计使用募集资金约97624.29万元。

提出问询

科创板上市委要求公司说明， 在数控机床领域是

否因技术适用性、市场接受度等方面的固有因素，导致

单个企业难以在多个门类的数控机床产品领域持续扩

大销售规模、提升整体市场占有率，是否充分披露了这

一市场特性及风险； 说明研发领用原材料金额较大的

原因、研发活动消耗材料的具体方式、是否形成样机并

实现销售， 是否存在将原本应计入产品销售成本的料

工费支出计入研发投入的情形，说明2018年12月及以

后的非专利技术产生收入27746万元大于财务报表同

期收入21569万元、原值仅228万元的非专利技术“基

于GDUB平台的Glink总线伺服驱动系统研制技术”

产生高达19546万元收入的原因及合理性， 是否在测

算单项核心技术对收入贡献的过程中存在多项技术之

间、新老技术之间混淆的情形。

并结合发行人与控股股东光洋科技之间的业务、

资产和人员调整情况、 报告期内发行人与光洋科技持

续存在多种类型关联交易的情况，说明发行人业务、资

产和人员是否真正独立于光洋科技， 是否对光洋科技

存在重要加工环节的技术依赖， 是否与光洋科技存在

同业竞争或潜在同业竞争， 关联交易是否价格公允且

决策机制规范等。

招股说明书显示， 发行人是从事高端五轴联动数

控机床及其关键功能部件、 高档数控系统的研发、生

产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为系列化五

轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五

轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、 五轴

叶片两大系列化专用机床等。

强化主业

公司本次拟公开发行新股不超过2268万股，占发

行后总股本的比例不低于25%。 最终募集资金总量将

根据实际发行股数和询价情况予以确定。 本次募集资

金拟投资项目分别为面向航空航天高档五轴数控机床

产业化能力提升工程、 航空航天关键主要部件整体加

工解决方案研发验证平台、 新一代智能化五轴数控系

统及关键功能部件研发以及补充营运资金， 拟使用募

集资金金额合计约97624.29万元。

具体看， 面向航空航天高档五轴数控机床产业化

能力提升工程项目的实施主体为科德数控， 项目总投

资额为46178.23万元，建设期3年，将利用公司现有厂

房进行装修改造，购置性能先进、智能化和自动化程度

较高的生产、检测、仓储、物流等设备，扩充生产团队规

模，提升高档数控机床产品的生产能力。项目建设期拟

定为3年。

航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验

证平台项目的实施主体为科德数控， 项目总投资额为

13853.55万元，建设期3年。 新一代智能化五轴数控系

统及关键功能部件研发项目的实施主体为科德数控，

项目投资总额12602.51万元，建设期3年。

此外， 公司拟将本次募集资金中的24990万元用

于补充营运资金， 以满足生产经营的资金需求。 近年

来，下游高端装备制造业迅猛发展。随着公司经营规模

的进一步扩张，公司预投产规模将进一步提升，在原材

料采购、 生产制造费用等方面存在较大的流转资金需

求。 公司指出，募投项目均符合公司主营业务发展，有

助于公司的持续科技创新。

提示风险

招股说明书显示，2020年1-9月，公司营业收入为

11999.48万元，较上年同期增长39.04%。 2020年第一

季度由于疫情造成的延迟发货、 验收的影响已经基本

消除， 并实现了进一步增长； 合并口径净利润为

1312.50万元， 较去年同期下降20.02%， 主要原因为

2020年处于费用化阶段的研发项目较多，当期研发费

用达到1429.61万元，同比增长87.38%。 此外，增加了

2019年新设子公司的租金费用以及募投项目可行性

研究等中介服务费、差旅费。由于政府补助属于非经常

性收益，研发费用属于经常性支出，且公司2020年1-9

月政府补助研发项目的费用化支出较多， 导致扣除非

经常性损益后的归属于母公司股东的净利润有所下

降，为504.34万元。

2017年至2019年及2020年上半年 （报告期内），

公司累计研发投入为17579.3万元，约占总营业收入的

44.73%，研发投入强度较大。 部分研发投入资本化形

成了开发支出，进而转入无形资产。公司目前仍处于研

发成果产业化的初期阶段，资产规模和业务规模较小。

此外，宏观经济、下游需求、行业竞争格局、下游客户验

收条件等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理水

平等内部因素都可能影响公司当期业绩， 若未来上述

因素发生重大不利变化， 将导致公司未来经营业绩存

在较大波动风险。

报告期各期， 研发投入占营业收入的比例分别为

57.21%、34.47%、48.25%、39.62%，研发投入资本化金

额分别为2689.28万元、1837.26万元、4933.77万元和

1794.85万元， 占营业收入的比例分别为36.08% 、

17.87%、34.77%和24.32%。 报告期各期末，公司开发

支出余额分别为2822.75万元、3593.06万元、1225.59

万元和2620.15万元， 占总资产的比例分别为9.86%、

6.33%、1.89%和3.85%。若开发支出形成的无形资产集

中摊销， 或者公司研究成果的产业化应用不及预期导

致无形资产可能出现减值等情形， 或者后续研发无法

满足条件不能资本化处理， 将对公司的经营业绩产生

不利影响。

普冉股份

专注集成电路设计领域

●本报记者 刘杨

1月26日，普冉股份科创板首

发上市申请获得审议通过。 普冉

股份是一家存储芯片设计公司。

公司此次IPO拟募集资金3.45亿

元， 用于闪存芯片升级研发及产

业化等项目。

产品应用广泛

公开资料显示， 普冉股份成

立于2016年1月， 主要产品包括

NOR� Flash和EEPROM两大类

非易失性存储器芯片， 属于通用

型芯片，可广泛应用于手机、计算

机、网络通信、家电、工业控制、汽

车电子、 可穿戴设备和物联网等

领域。

公司NOR� Flash产品应用于

低功耗蓝牙模块、TWS耳机、手

机触控和指纹、TDDI （触屏）、

AMOLED （有源矩阵有机发光

二极体面板）、车载导航和安全芯

片等领域。公司已和汇顶科技、恒

玄科技、杰理科技、中科蓝讯等主

控原厂，深天马、合力泰、华星光

电等手机屏幕厂商建立了稳定的

业务合作关系，产品应用于三星、

OPPO等品牌厂商。

公司EEPROM产品应用于

手机摄像头模组（含3-D）、智能

仪表、网络通信、家电等领域，并

与舜宇光学科技、欧菲光、丘钛微

电子等领先的手机摄像头模组厂

商以及闻泰科技、华勤通讯、龙旗

科技等ODM厂商形成了稳定的

合作关系， 产品应用于华为、小

米、美的等知名厂商的终端产品。

同时，公司不断拓展海外市场，覆

盖了三星、松下、惠普、希捷等终

端客户， 并与Dialog等主控原厂

建立了稳定的合作关系。

普冉股份的控股股东及实际

控制人为王楠、李兆桂。 截至招股

说明书签署日， 王楠直接持有公

司24.97%的股权， 李兆桂直接持

有公司6.48%的股权，且王楠担任

上海志颀 （持有公司24.48%股

权）的执行事务合伙人。王楠与李

兆桂合计控制公司55.93%股权。

值得注意的是，公司多名高管

来自上海华虹NEC电子有限公司

（简称“华虹” ）。 公司董事长、总

经理王楠，以及董事、副总经理李

兆桂均曾就职于华虹；分管销售部

的副总经理孙长江、分管产品工程

部的副总经理曹余新、分管设计开

发部的副总经理童红亮、董秘及财

务负责人钱佳美、高级专家工程师

陈涛和冯国友均有在华虹的履历。

规模快速增长

2017年-2019年及 2020年

1-9月，普冉股份分别实现营业收

入7780.11万元、1.78亿元、3.63亿

元、4.64亿元 ； 净利润分别为

371.79 万 元 、1337.37 万 元 、

3232.08万元、4702.39万元，复合

增长率为194.84%。

报告期内， 公司研发投入分

别为1290.91万元、1345.79万元、

3114.11万元和859.35万元，占营

收的比重分别为16.59%、7.55%、

8.58%、6.05%。截至2020年3月31

日，公司研发技术人员60人，占员

工总数的48.78%。其中，核心技术

人员5人。经营活动产生的现金流

量净额 分别 为 -988.59 万元 、

-1947.31 万 元 、3143.05 万 元 、

-5840.34万元。

从产品业务层面看， 报告期

内NOR� Flash产生的销售收入分

别为4471.3万元、13459.31万元、

25467.6万元、30990.8万元，分别

占当期主营业收入的 57.53% 、

75.55%、70.16%、66.83%。

报告期各期末， 公司应收账

款账面净值分别为1942.93万元、

4168.73 万 元 、4895.81 万 元 及

13161.57万元， 占各期末流动资

产 的 比 例 分 别 为 32.89% 、

31.81%、18.75%及32.40%， 应收

账款余额占各期营业收入的比例

分别为26.42% 、24.85% 、14.42%

及30.14%。

对于应收账款增长的原因，

公司表示， 业务规模快速增长，

2018年度及2019年度营业收入

分别增长129.11%及103.64%，导

致期末应收账款余额增长。

报告期内， 公司综合毛利率

分别为32.39%、24.79% 、27.46%

和23.18%，低于可比上市公司水

平。 同期，兆易创新的毛利率分

别为 39.16% 、38.25% 、40.52% 、

40.92%。 从细分市场看，普冉股

份NOR� Flash产品的毛利率分

别为32.43% 、23.88% 、25.88%及

22.32%。

推进技术研发

普冉股份本次拟发行不超过

905.72万股， 募集资金3.45亿元，

投资闪存芯片升级研发及产业化

项目、EEPROM芯片升级研发及

产业化项目、 总部基地及前沿技

术研发项目等。

普冉股份认为， 从下游市场

看，TWS蓝牙耳机、手机屏幕等消

费电子市场未来几年仍是NOR�

Flash市场增长的主要驱动力，可

穿戴设备、智能家居、安防等智能

电子市场发展前景较广阔， 未来

有望拉动NOR� Flash市场规模快

速增长。

目前， 公司正在积极推进

40nm的NOR� Flash产品的研发。

新一代NOR� Flash产品具备更高

的芯片集成度、 更低的功耗水平。

EEPROM产品方面， 普冉股份正

在进行新一代95nm及以下工艺制

程研发，进一步降低芯片的面积和

单位成本，实现更高的可靠性。 依

托新一代的EEPROM产品， 其下

游应用将逐渐从手机摄像头等消

费电子领域拓展到5G通信、 工业

控制、汽车电子等市场。

集成电路行业是信息化社会

的基础行业之一。 近年来一系列

政策推出， 鼓励和支持集成电路

行业发展。普冉股份表示，公司将

继续专注于集成电路设计领域的

科技创新， 围绕非易失存储器领

域，以NOR� Flash和EEPROM为

核心， 不断满足客户对高性能存

储器芯片的需求。 未来三年的目

标包括实现工业控制领域产品全

系列覆盖、耕耘汽车电子领域、持

续拓展大客户和海外市场等。

国产EDA公司筹备上市寻求突围

近日， 上海证监局网站显示，

国产EDA公司概伦电子与招商证券

签署科创板上市辅导协议。 此前，

广立微与中金公司签署了上市辅

导协议，拟申请在A股首发上市。

EDA软件是芯片产业链最上

游、也是壁垒最高的环节，相当于

整个产业的基石。目前，全球EDA市

场 主 要 被 Synopsys、Cadence 和

Mentor三家海外公司垄断，国产E-

DA软件发展面临挑战重重。在集成

电路产业链国产化趋势下，国产E-

DA软件公司将迎来发展春天。

●本报记者 杨洁

新华社图片

接受上市辅导

根据上海证监局披露的

辅导备案情况报告，上海概伦

电子股份有限公司（简称“概

伦电子” ）成立于2010年3月，

注册资本3. 9亿元， 法定代表

人刘志宏。 公司致力于提升先

进工艺节点下集成电路设计

与制造的竞争力，为半导体工

艺开发和集成电路设计提供

国际领先的建模、仿真和验证

的EDA解决方案。

概伦电子主要产品线分为

三类， 包括集成电路制造EDA

领域的建模及分析验证平台、

集成电路设计EDA领域的快速

电路仿真及良率和可靠性设计

验证平台、 高端半导体器件电

学特性测试系统。

概伦电子表示， 公司在上

述领域均处于业界领先水平，

客户覆盖大多数国际领先的集

成电路设计和制造企业及知名

研究机构。 器件建模和电路仿

真是贯穿整个集成电路设计与

制造EDA流程的关键核心技

术。 公司以业界领先的核心

EDA技术为基础，立足于打造

创新的工艺开发/电路设计协

同优化EDA解决方案以及业

界领先的存储器EDA解决方

案， 推动集成电路工艺开发和

芯片/IP设计之间的深度和高

效联动， 加快芯片设计和制造

的快速迭代， 提高芯片产品的

性能和良率， 提升客户的市场

竞争力。

根据浙江证监局披露的

杭州广立微电子股份有限公

司（简称“广立微” ）辅导备

案情况， 广立微成立于2003

年，注册资本5000万元，是一

家专为半导体业界提供芯片

成品率提升和电性测试方案

的领先供应商，向客户提供基

于测试芯片的软、硬件系统产

品以及整体解决方案。 广立微

表示，利用高效测试芯片自动

设计、高速电学测试和智能数

据分析的全流程平台与技术

方法，为集成电路制造与设计

企业实现芯片性能、 成品率、

稳定性的提升，并加快产品上

市速度。

广立微介绍， 公司围绕半

导体性能分析与良率提升，主

要提供基于测试芯片和数据分

析的制造类EDA软件、电路IP、

晶圆级电性测试设备以及与半

导体成品率提升相关技术服

务。 其先进的解决方案已成功

应用于180nm-4nm工艺技术

节点。

EDA软件与IP方面， 广立

微的主要产品包括 SmtCell、

TCMagic、ATCompiler、

DataExp与可寻址IP。 晶圆级

电性测试设备方面，广立微推

出了快速WAT测试设备，为

客户提供持续准确和高速的

解决方案。 技术服务方面，广

立微根据客户的工艺节点与

工艺类型，采用公司的EDA软

件、 晶圆级电性测试设备硬

件，为客户提供定制化的成品

率提升服务。

人才供给不足

EDA即电子设计自动化

（Electronics� Design� Au-

tomation）。 EDA极大地提高

了电路设计的效率和可操作

性。 赛迪顾问分析师吕芃浩援

称，据测算，如果一颗系统SoC

的设计费约为4000万美元，在

没有EDA技术进步的情况下，

费用会达到77亿美元，EDA软

件让设计费用降低了200倍。

吕芃浩强调，EDA软件是

半导体行业乃至于整个电子信

息行业的底层， 在EDA之上支

撑约4000亿美元的半导体市

场， 带动1.5万亿美元的电子信

息市场以及数十万亿美元级别

的应用市场。

在全球2019年EDA市场，

Synopsys、Cadence和Mentor

三巨头占据了66%的市场份

额，在中国市场，三巨头占据了

85%市场份额。

吕芃浩称，EDA行业对人

才要求极高，其产品需要长时

间的技术积累，内容涵括众多

基础科学，包含物理、化学、材

料、数学等学科。 从事EDA工

具开发需要工程师同时理解

数学、芯片设计、半导体器件

和工艺， 综合技能要求高。

2019年全球EDA从业人员约

为4.5万人，仅三巨头就有接近

2.7万。

相比之下，国内EDA人才

供给严重不足，据吕芃浩介绍，

国内从事EDA研发的人员约

1500人，除去在国际EDA公司

的中国研发中心工作的人员，

本土企业的EDA研发人员仅

500人左右。 这也是国内不少

EDA企业创始团队来自三巨头

的重要原因。

在国产化加快的趋势下，国

产EDA发展空间大。 据吕芃浩

统计，2019年国内EDA厂商总

营收不到4.2亿元， 占全球市场

份额的0.6%， 同比增长14.3%，

国产化率约10%。

不过，提升国产化渗透率并

非易事。 除了人才供给不足，吕

芃浩坦言， 目前国内EDA公司

对先进工艺支撑较弱，数字芯片

设计的核心工具模块缺乏，无法

支撑全流程设计。一位半导体产

业从业人员对此表示， 海外E-

DA工具可以提供整套方案，且

技术更新很快。

多有海外厂家从业经历

概伦电子实际控制人刘

志 宏 直 接 持 有 公 司 股 份

17. 94%股份，通过与共青城峰

伦投资合伙企业（有限合伙）

签署《一致行动协议》，行使

共青城峰伦投资合伙企业（有

限合伙）持有的公司6. 20%股

份的表决权，并担任公司董事

长 。 此外 ， 澜起科技持股

0 . 25%；英特尔产品（成都）有

限公司持股5. 41%。

据介绍， 刘志宏为美国国

籍， 香港大学电子电气工程博

士， 曾于加州大学伯克利分校

电机工程与计算机科学系从事

集成电路博士后研究，2003年

至2010年在全球三大EDA软

件公司之一的Cadence公司工

作并担任其全球副总裁。

而广立微实际控制人为郑

勇军。 郑勇军直接及间接通过

广立微投资、 广立共创和广立

共进控制公司55.0807%的股

份， 并担任广立微董事长兼总

经理。 资料显示，郑勇军本科毕

业于清华大学， 博士毕业于康

奈尔大学，在广立微之前，曾担

任知名半导体设计公司赛灵思

Xilinx资深主任工程师。

此外，广立微其他持股5%

以上的股东还包括北京亦合高

科技产业投资合伙企业（有限

合伙）（简称 “北京亦合” ）

等 。 北京亦合持有广立微

10.45%股份，知名半导体领域

投资人潘建岳是亦合资本的创

始人之一， 潘建岳曾担任全球

三 大 EDA 公 司 之 一 的

Synopsys的中国业务负责人、

中国区总裁。

事实上，不少国内EDA团

队创始人都有海外大厂从业

经 历 。 曾 在 EDA 巨 头

Synopsys担任中国区副总经

理的王礼宾，在EDA行业工作

20年后辞职，创立国产EDA公

司芯华章 ， 担任董事长兼

CEO。 芯华章在2020年10月

完成Pre-A轮融资，2020年12

月完成超过 2亿元的A轮融

资，2021年1月25日宣布完成

数亿元的A+轮融资。 高瓴创

投、高榕资本、五源资本等老

股东继续跟投。 芯华章将运用

这些资金加速推进EDA2.0的

技术研究和产品研发进程。

概伦电子的融资进程也很

快。概伦电子网站显示，2020年

4月，公司完成数亿元人民币的

A轮融资，由兴橙资本和英特尔

资本共同领投， 融资将助力概

伦电子快速发展， 积极加强全

球布局。 公司董事长刘志宏表

示，EDA作为芯片设计流程的

支撑， 需要理念上的创新和突

破。 概伦电子将重点针对产业

痛点， 加快加强先进半导体工

艺研发和高端芯片， 特别是各

类存储器的设计之间的深度协

同优化， 与现有主流EDA流程

实现优势互补， 推出创新EDA

产品和解决方案。


